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内容概要

　　本书主要介绍了前沿领域新材料的种类和应用，阐述了国内外微电子基础及功率半导体材料、新
能源材料、纳米材料、航空航天工程专用材料等20多个重点领域新材料产业的现状、需求和发展趋势
。
本书针对江苏省新材料产业的特点和现状，提出了发展目标、重点和方向。
　　本书的出版，对提升我国新材料产业层次，提高产业创新能力，推进产业结构调整，具有一定的
指导意义。
本书适用于政府部门从事新材料产业政策制定的管理人员，以及相关企业、高等院校、科研院所从事
研究开发的技术人员阅读参考。

Page 2



第一图书网, tushu007.com
<<前沿领域新材料>>

书籍目录

1　绪论  1.1　新材料概述  1.2　新材料分类2　微电子基础及功率半导体材料　2.1　概述　　2.1.1　微
电子基础及功率半导体材料简介　　2.1.2　几种主要半导体芯片技术与核心材料简介　2.2　国内发展
半导体产业的战略意义与现状　　2.2.1　产业规模　　2.2.2　产业层次　　2.2.3　产业结构　　2.2.4
　自主创新　2.3　国内外半导体材料及微电子技术的发展趋势与市场需求　　2.3.1　有源半导体衬底
材料　　2.3.2　半导体制备工艺辅助材料　　2.3.3　半导体器件封装材料　　2.3.4　半导体芯片制备
的微缩化及新材料　　2.3.5　半导体材料与微电子技术的专用技术设备　　2.3.6　纳电子器件的出现
及发展前沿　2.4　江苏省半导体产业现状和发展目标　　2.4.1　江苏省半导体材料、微电子产业及相
关配套材料发展现状　　2.4.2　江苏省微电子基础材料产业发展目标和建议3　光电子与数据存储、传
输材料与器件　3.1　概述　3.2　产业发展的重要性　3.3　国内外光存储与光传输产业发展现状与趋
势　　3.3.1　光存储　　3.3.2　光传输　3.4　江苏省光存储与光传输产业现状和问题　　3.4.1　光存
储　　3.4.2　光传输　3.5　江苏省光存储与光传输产业发展目标、重点和建议　　3.5.1　光存储　
　3.5.2　光传输4　平板显示材料与器件　4.1　概述　　4.1.1　平板显示材料与器件的定义　　4.1.2　
平板显示的主要用途　4.2　产业发展的重要性　4.3　国内外平板显示材料与器件市场需求、产业现状
和发展趋势　　4.3.1　国内外平板显示材料与器件市场需求　　4.3.2　平板显示材料与器件产业现状
与发展趋势　4.4　江苏省平板显示材料与器件产业现状和问题　　4.4.1　江苏省平板显示材料与器件
产业现状　　4.4.2　与国内外平板显示产业发展的对比分析　　4.4.3　江苏省平板显示材料与器件产
业发展中存在的问题　4.5　江苏省平板显示材料与器件产业发展目标、重点和建议5　全固态激光材
料与器件　5.1　概述　　5.1.1　激光材料的定义及分类　　5.1.2　全固态激光相关材料　5.2　全固态
激光器件的意义和具体用途　　5.2.1　激光及全固态激光产业发展的意义　　5.2.2　激光及全固态激
光器的具体应用　5.3　国内外全固态激光材料与器件产业现状与我国的重点发展领域　　5.3.1　国内
外激光市场与产业现状　　5.3.2　全固态激光材料与器件发展趋势与热点　5.4　江苏省全固态激光材
料与器件产业现状和问题　5.5　江苏省全固态激光材料与器件产业发展目标、重点和建议6　半导体
照明材料与技术　6.1　概述　　6.1.1　半导体照明技术起源、定义和分类　　6.1.2　LED的应用领域
　6.2　产业发展的重要性　　6.2.1　发展LED通用照明的意义　　6.2.2　半导体照明系统的主要技术
和材料　6.3　国内外半导体照明市场需求、产业现状和发展趋势　　6.3.1　国外半导体照明市场需求
　　6.3.2　国内半导体照明市场需求　　6.3.3　照明技术发展趋势　6.4　江苏省半导体照明产业现状
和问题　　6.4.1　江苏省半导体照明产业优势和特色　　6.4.2　江苏省半导体照明产业存在的主要问
题　6.5　江苏省半导体照明产业发展目标、重点和建议　　6.5.1　发展目标　　6.5.2　重点领域　
　6.5.3　对策建议　附录1  LED专业术语解释　附录2  白光LED所涉及的专利问题　附录3  材料外延生
长的问题7　光伏太阳电池材料8　新能源材料9　纳米材料10　先进复合材料11　超级钢材料与技术12
　贵金属和先进有色金属材料13　化工新材料14　功能陶瓷和先进结构陶瓷材料15　高纯稀土材料及
稀土功能材料16　磁性材料17　新型碳材料18　膜材料19　超导材料20　生物医用材料21　生态环境
材料22　新型建材与先进土木工程材料23　高速铁路及汽车用关键材料24　航空航天大工程关键材
料25　江苏省前沿领域新材料产业发展目标、任务和措施

Page 3



第一图书网, tushu007.com
<<前沿领域新材料>>

章节摘录

　　2　微电子基础及功率半导体材料　　2.3　国内外半导体材料及微电子技术的发展趋势与市场需
求　　2.3.1　有源半导体衬底材料　　1）硅单晶衬底　　大规模集成电路所用的基本衬底材料是硅单
晶抛光片。
单晶硅也称硅单晶，是电子信息材料中最基础性的材料。
制备单晶硅抛光片过程是从先通过冶炼和提纯的方法制得高纯度多晶硅，然后用直拉法或悬浮区熔法
从熔体中生长出棒状单晶硅，最终通过切、磨、抛等一系列工艺获得硅单晶抛光片。
单晶硅棒是生产单晶硅片的原材料，随着国内和国际市场对单晶硅片需求量的快速增加，单晶硅棒的
市场需求也呈快速增长的趋势。
，单晶硅圆片按其直径分为5英寸、6英寸、8英寸（200毫米）、12英寸（300毫米）及18英寸（450毫米
）等。
直径越大的圆片，所能刻制的集成电路越多，芯片的成本也就越低。
但大尺寸晶片对材料和技术的要求也越高。
单晶硅片按晶体生长方法的不同，主要分为直拉法（CZ）、区熔法（FZ）。
直拉法、区熔法生长单晶硅棒材，外延法生长单晶硅薄膜，直拉法生长的单晶硅主要用于半导体集成
电路、二极管、外延片衬底、太阳能电池。
区熔法单晶主要用于高压大功率器件领域，广泛用于大功率输变电、电力机车、整流、变频、机电一
体化、节能灯、电视机等系列产品。
由于成本和性能的原因，直拉法（CZ）单晶硅材料应用最广。
我国主要硅片生产商有有研硅股、宁波立立电子（原名为“宁波海纳半导体有限公司”）、浙大海纳
、洛阳单晶硅等7家企业。
这些厂商目前专注于生产6英寸和直径更小的硅片，只有有研硅股和宁波立立电子有生产8英寸硅片的
能力。
　　⋯⋯
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